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(57)【要約】
　【課題】　撮像素子，電子部品と外部接続端子との電
気的な干渉を小さくすることによって高精度な画像が得
られ、また外部接続端子を通して効率良く放熱でき、ま
た位置精度よく車両等に取り付けることができる撮像装
置モジュールを得ること。
　【解決手段】　撮像装置モジュールＭは、第１の主面
２ａに撮像素子６が搭載されているとともに第２の主面
２ｂに撮像素子６から出力された電気信号を外部に出力
する接続端子７ａが設けられた撮像素子基板２と、撮像
素子６に光を集光するレンズ１ａ～１ｃを保持するとと
もに撮像素子基板２の第１の主面２ａに固定される筒状
のレンズ保持部材３と、レンズ保持部材３の側面から撮
像素子基板２の第２の主面２ｂにかけて包囲するモール
ド樹脂10とを具備している。撮像素子６，電子部品と外
部接続端子５との電気的な干渉が小さく高精度な画像が
得られる。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の主面に撮像素子が搭載されているとともに第２の主面に前記撮像素子から出力さ
れた電気信号を外部に出力する接続端子が設けられた撮像素子基板と、前記撮像素子に光
を集光するレンズを保持するとともに前記撮像素子基板の前記第１の主面に固定される筒
状のレンズ保持部材と、該レンズ保持部材の側面から前記撮像素子基板の前記第２の主面
にかけて包囲するモールド樹脂とを具備していることを特徴とする撮像装置モジュール。
【請求項２】
　前記撮像素子基板の前記第２の主面と対向して配置され、前記第２の主面に対向する一
方の主面に、前記接続端子と接続される中継接続端子が設けられているとともに前記電気
信号に基づいて前記撮像素子を制御する信号処理回路が形成された信号処理回路基板が、
さらに前記モールド樹脂中に存在することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置モジュ
ール。
【請求項３】
　前記信号処理回路基板は、他方の主面に、該他方の主面に直交する方向に沿って延びる
とともに一端部が前記モールド樹脂から外部に露出した外部接続端子が設けられているこ
とを特徴とする請求項２に記載の撮像装置モジュール。
【請求項４】
　前記モールド樹脂は、表面に外部装置に取り付けるための取付部が形成された張出部を
有することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の撮像装置モジュール。
【請求項５】
　前記レンズ保持部材は、アルミニウムまたは鉄を主成分とする金属材料から成るととも
に表面の一部にニッケル，金または錫から成るメッキ層が形成されており、前記撮像素子
基板の前記第１の主面にハンダを介して固定されていることを特徴とする請求項１乃至請
求項４のいずれかに記載の撮像装置モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体イメージセンサ等の撮像素子を用いた撮像装置モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、小型の撮像装置モジュールとして、被写体からの光を電気信
号に変換する撮像素子としてＣＣＤイメージセンサ等の半導体イメージセンサを用い、撮
像素子が搭載された撮像基板と、光を集光するレンズを支持するレンズ支持用筒部が設け
られたホルダと、一部がホルダに挿入されて支持されるとともに突出部が撮像基板を貫通
して撮像素子をレンズに対向させて撮像基板を支持する複数の支持ピンとを具備した撮像
装置モジュールが開示されている。
【０００３】
　また、特許文献１に開示された撮像装置モジュールは、ホルダには支持ピンおよび撮像
基板の外側に位置する外郭部が設けられており、別途用意した凹部を有するケースの開口
周縁部を外郭部に当接することにより構成された空間内に撮像基板が収納されて保護され
ている。このケースには、撮像装置モジュールと外部の電気装置との間で電気信号を入出
力する外部ケーブルが接続される配線部材を有している。配線部材は、撮像基板を収納す
る空間の内部から外部へ通じており、撮像基板に搭載されたコネクタと配線ケーブルとに
より電気的に接続されている。
【０００４】
　配線ケーブルとしては、例えば銅線を樹脂チューブで被覆した被覆線の束からなり、ど
の方向に対しても変形（湾曲）可能なフレキシブルなものが用いられる。ホルダへのケー
スの取り付けは、例えば、予めコネクタから配線部材までの距離よりも長めとした配線ケ
ーブルを準備しておいて、配線ケーブルの一方端をコネクタに接続するとともに他方端を
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配線部材に接続し、配線ケーブルを湾曲させながらホルダにケースを近づけていき、ケー
スの開口周縁部をホルダの外郭部に当接させ、両者を固定する組立工程により行なわれる
。
【特許文献１】特開2007－28430号公報（図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前述した組立工程において、従来の撮像装置モジュールは、撮像基板を
収納するケース等の空間内で決められた位置に配線ケーブルが定まりにくいという問題点
があった。
【０００６】
　撮像基板は撮像素子および撮像素子を動作させるための電気回路を構成するための電子
部品が搭載されたものであり、電子部品には種々の電気信号が流れる。このような状態で
、配線ケーブルの位置が、撮像基板を収納するケース等の空間内で決められた位置に定ま
らないので、配線ケーブルの位置によっては、撮像基板と配線ケーブルとの間の電気的な
干渉が大きくなり、配線ケーブルを通過する電気信号が不安定になるという問題点があっ
た。
【０００７】
　また、電気回路で発生した熱を、配線ケーブルを介して外部に放熱しようとしても、配
線ケーブルの余長が長いため、効率よく放熱ができないばかりか、熱が配線ケーブルに滞
留することにより、撮像装置モジュールの内部温度が安定せず、安定した撮像特性が得ら
れないという問題点もあった。
【０００８】
　また、従来の撮像装置モジュールにおいては、小型化のために、撮像素子と信号処理回
路とが同一の撮像基板に実装されていた。しかしながら、信号処理回路においては、信号
を生成し処理するために、多くの電力が必要であり、そのため、撮像素子自体が発熱し、
その熱が撮像素子に影響を及ぼし、熱雑音となり撮像特性に悪影響を与えるという問題点
もあった。そればかりか、信号処理回路から発生するノイズも撮像素子に悪影響を与え、
撮像素子の特性を劣化させるという問題点もあった。
【０００９】
　さらに、従来の撮像装置モジュールにおいては、それを車両などに取り付ける際に、車
両に取り付けるための別体のブラケットに取り付け、さらにブラケットを車両に取り付け
る必要があった。車載用カメラにおいては、その使用に際して、車両への取り付けについ
ては位置精度よく取り付ける必要がある。しかしながら、撮像装置モジュールをブラケッ
トに取り付け、さらにブラケットを車両に取り付けることによって、取り付けの位置ずれ
が大きくなる。その結果、適正な撮像エリアを撮像できなくなって死角が発生し、駐車の
操作がし難くなる、あるいは、車両の近くの人、他の車両および障害物との間隔を認識し
難くなる、といった問題点があった。
【００１０】
　本発明は以上のような従来の技術における問題点を解決すべく完成されたものであり、
その目的は、電子部品と外部接続端子との電気的な干渉を小さくして外部接続端子を通過
する電気信号を安定化させることによって高精度な画像が得られ、外部接続端子を通して
効率良く放熱でき、また、位置精度よく車両等に取り付けることができる撮像装置モジュ
ールを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の撮像装置モジュールは、第１の主面に撮像素子が搭載されているとともに第２
の主面に前記撮像素子から出力された電気信号を外部に出力する接続端子が設けられた撮
像素子基板と、前記撮像素子に光を集光するレンズを保持するとともに前記撮像素子基板
の前記第１の主面に固定される筒状のレンズ保持部材と、該レンズ保持部材の側面から前
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記撮像素子基板の前記第２の主面にかけて包囲するモールド樹脂とを具備していることを
特徴とするものである。
【００１２】
　また、本発明の撮像装置モジュールは、好ましくは、前記撮像素子基板の前記第２の主
面と対向して配置され、前記第２の主面に対向する一方の主面に、前記接続端子と接続さ
れる中継接続端子が設けられているとともに前記電気信号に基づいて前記撮像素子を制御
する信号処理回路が形成された信号処理回路基板が、さらに前記モールド樹脂中に存在す
ることを特徴とするものである。
【００１３】
　また、本発明の撮像装置モジュールは、好ましくは、前記信号処理回路基板は、他方の
主面に、該他方の主面に直交する方向に沿って延びるとともに一端部が前記モールド樹脂
から外部に露出した外部接続端子が設けられていることを特徴とするものである。
【００１４】
　また、本発明の撮像装置モジュールは、好ましくは、前記モールド樹脂は、表面に外部
装置に取り付けるための取付部が形成された張出部を有することを特徴とするものである
。
【００１５】
　また、本発明の撮像装置モジュールは、好ましくは、前記レンズ保持部材は、アルミニ
ウムまたは鉄を主成分とする金属材料から成るとともに表面の一部にニッケル，金または
錫から成るメッキ層が形成されており、前記撮像素子基板の前記第１の主面にハンダを介
して固定されていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の撮像装置モジュールによれば、第１の主面に撮像素子が搭載されているととも
に第２の主面に撮像素子から出力された電気信号を外部に出力する接続端子が設けられた
撮像素子基板と、撮像素子に光を集光するレンズを保持するとともに撮像素子基板の第１
の主面に固定される筒状のレンズ保持部材と、レンズ保持部材の側面から撮像素子基板の
第２の主面にかけて包囲するモールド樹脂とを具備していることから、従来撮像素子基板
を収容していたケース等が不要となり、その結果、ケース等の空間内に設けられていた配
線ケーブルが不要となるので、撮像素子および電子部品等と配線ケーブルとの間の電気的
な干渉がなくなり、撮像素子から出力された電気信号が安定する。
【００１７】
　また、撮像素子および電子部品等で発生した熱を、配線ケーブルを介することなく速や
かに外部に放熱できるので、効率よく放熱でき、また、撮像装置モジュールの内部温度が
安定して安定した撮像特性が得られる。
【００１８】
　また、撮像素子基板を収容するためのケースが不要となり、撮像装置モジュールが小型
軽量化される。
【００１９】
　さらに、撮像装置モジュールを、使用方法，使用目的に合わせて自由な形状に形成する
ことができる。
【００２０】
　また、本発明の撮像装置モジュールによれば、撮像素子基板の第２の主面と対向して配
置され、第２の主面に対向する一方の主面に、接続端子と接続される中継接続端子が設け
られているとともに電気信号に基づいて撮像素子を制御する信号処理回路が形成された信
号処理回路基板が、さらにモールド樹脂中に存在するときには、信号処理回路基板が撮像
素子基板と別体となってモールド樹脂中に設けられる。その結果、信号処理回路基板で発
生した熱が撮像素子に影響を及ぼすことを大幅に低減することができ、撮像素子の熱によ
る特性の劣化を有効に抑制することができる。
【００２１】
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　また、信号処理回路基板のみをシールド用導体で囲むことが容易にでき、ノイズ特性に
優れた撮像装置モジュールを得ることができる。
【００２２】
　また、本発明の撮像装置モジュールによれば、信号処理回路基板は、他方の主面に、そ
の他方の主面に直交する方向に沿って延びるとともに一端部がモールド樹脂から外部に露
出した外部接続端子が設けられているときには、信号処理回路基板へ入出力される電気信
号を外部接続端子によって、信号処理回路基板の他方の主面に直交する方向に沿って引き
出すため、外部接続端子に信号処理回路で発生したノイズが重畳することを抑制すること
ができる。従って、ノイズ特性（Ｓ／Ｎ比）に優れた撮像装置モジュールが得られる。
【００２３】
　また、本発明の撮像装置モジュールによれば、モールド樹脂は、表面に外部装置に取り
付けるための取付部が形成された張出部（ブラケット部）を有するときには、撮像装置モ
ジュールを別体のブラケットに取り付けてさらにブラケットを車両等に取り付けることが
不要となり、取り付けによる位置ずれを小さくすることができる。その結果、適正な撮像
エリアを撮像できるようになり、撮像エリアの精度が高い撮像装置モジュールとなる。
【００２４】
　また、本発明の撮像装置モジュールによれば、レンズ保持部材は、アルミニウムまたは
鉄を主成分とする金属材料から成るとともに表面の一部にニッケル，金または錫から成る
メッキ層が形成されており、撮像素子基板の第１の主面にハンダを介して固定されている
ときには、信号処理回路基板で発生した熱をモールド樹脂に伝達させ、その熱を金属材料
から成るレンズ保持部材に樹脂を介して伝達させることが容易となり、レンズ保持部材の
露出部から外部に放熱することができる。従って、放熱特性に優れた撮像装置モジュール
を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に、本発明の撮像装置モジュールの実施の形態について添付図面を参照しつつ詳細
に説明する。なお、以下の説明においては、撮像装置モジュールの被写体側と反対側を背
面（裏面）側という。
【００２６】
　図１は、本発明の撮像装置モジュールの実施の形態の一例を示すものであり、図１（ａ
）は撮像装置モジュールの平面図、図２（ｂ）は撮像装置モジュールの背面図（下面図）
である。また、図２は図１の撮像装置モジュールのＡ－Ａ’線における断面図、図３は図
１の撮像装置モジュールにおけるレンズユニットの縦断面図、図４および図５は図１の撮
像装置モジュールの組立て方法を説明するための分解斜視図および縦断面図である。
【００２７】
　本例の撮像装置モジュールＭは、第１の主面２ａに撮像素子６が搭載されているととも
に第２の主面２ｂに撮像素子６から出力された電気信号を外部に出力する接続端子７ａが
設けられた撮像素子基板２と、撮像素子６に光を集光するレンズを保持するとともに撮像
素子基板２の第１の主面２ａに固定される筒状のレンズ保持部材３と、レンズ保持部材３
の側面から撮像素子基板２の第２の主面２ｂにかけて包囲するモールド樹脂10とを具備し
ている。
【００２８】
　上記の構成により、従来のモジュールでは撮像素子基板２を収容していたケース等が不
要となり、その結果、ケース等の空間内に設けられていた配線ケーブルが不要となるので
、撮像素子６および電子部品等と配線ケーブルとの間の電気的な干渉がなくなり、撮像素
子６から出力された電気信号が安定する。
【００２９】
　また、撮像素子６および電子部品等で発生した熱を、配線ケーブルを介することなく速
やかに外部に放熱できるので、効率よく放熱でき、その結果、撮像装置モジュールＭの内
部温度が安定して安定した撮像特性が得られる。



(6) JP 2010-50771 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

【００３０】
　また、撮像素子基板２を収容するためのケースが不要となり、撮像装置モジュールＭが
小型軽量化される。
【００３１】
　さらに、撮像装置モジュールＭを、使用方法，使用目的に合わせて自由な形状に形成す
ることができる。
【００３２】
　なお、撮像装置モジュールＭの全体構造を示す図２において、１はレンズユニット、４
は信号処理回路基板、５は外部接続端子、７ｂは中継接続端子、８は信号処理用のＩＣ，
ＬＳＩ等の電子部品、９は電源用ＩＣ、10はモールド樹脂、11ｂは外部接続端子５の大径
部である。
【００３３】
　撮像装置モジュールＭは、例えば車載用として用いられるカメラモジュールである場合
、道路上の白線を撮像する機能、あるいは運転手の死角を撮像する機能を有し、自動車の
走行の制御を行なうエレクトロニック・コントロール・ユニット（ＥＣＵ）により動作が
制御される。なお、カメラモジュールから出力された映像の電気信号は、ＥＣＵを介して
、例えば運転席の前方に設置されたディスプレイ等に表示される。
【００３４】
　撮像素子基板２は、第１の主面２ａに被写体からの光を電気信号に変換する撮像素子６
が搭載された基板であり、例えば、ガラスクロスにエポキシ樹脂を含浸させて形成した基
板、あるいはエポキシ樹脂にガラスフィラーを添加して形成したプリント配線基板等から
成る。
【００３５】
　撮像素子基板２に搭載されている撮像素子６は、ＣＣＤイメージセンサ，ＣＭＯＳイメ
ージセンサ等の半導体イメージセンサ素子が、セラミックス，樹脂等から成るパッケージ
に収納されたものである。パッケージは、例えばアルミナを主成分としたセラミック配線
基板，ガラスクロスにエポキシ樹脂を含浸させて形成したプリント配線基板（サブ基板）
あるいはエポキシ樹脂にガラスフィラーを添加して形成したプリント配線基板（サブ基板
）に、半導体イメージセンサ素子を実装するものである。そして、半導体イメージセンサ
素子とサブ基板の配線導体とがボンディングワイヤで電気的に接続され、ガラス製蓋体（
ガラスリッド）で半導体イメージセンサ素子の上部が覆われ、半導体イメージセンサ素子
の周囲が樹脂封止され、サブ基板の下部の電極に半田ボール電極が形成されている。
【００３６】
　なお、撮像素子基板２に用いるガラスクロス，ガラスフィラーの量は、両者の間で発生
する熱応力を低減するために、撮像素子６のパッケージの熱膨張係数と撮像素子基板２の
熱膨張係数とが同じになるように設定されることが好ましい。
【００３７】
　また、撮像素子基板２の表面および内部には、撮像素子６のパッケージの電気接続端子
および信号処理回路基板４と接続される接続端子７ａとの電気的接続および機械的接続を
するための配線導体および接地用配線導体等（不図示）が形成されている。配線導体およ
び接地用配線導体等は、銅，金等の導電性の金属からなり、めっき法、あるいは予め配線
パターンを形成した金属箔を接着する方法、あるいは全面に金属箔を被着した基板からエ
ッチングにより不要な部分を除去して形成する方法等を用いることにより、撮像素子基板
２を構成するプリント配線基板の表面や内部に形成される。
【００３８】
　また、撮像素子基板２は、例えば表裏面の全面に銅箔を被着した銅貼基板を準備し、こ
の銅貼基板を所望の大きさに切断し、銅箔を希塩酸等の酸性溶液によって所望の配線パタ
ーンとなるようにエッチングすることにより、製作される。なお、必要に応じてレーザ光
の照射あるいはドリルによる加工を用いて貫通孔を形成し、この貫通孔に金属ペーストを
充填することによって貫通導体を形成し、撮像素子基板２の表裏面の配線パターン間を電
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気的に接続することもできる。
【００３９】
　撮像素子基板２の背面側の第２の主面２ｂ、すなわち撮像素子基板２の撮像素子６が配
置される側と反対側の主面には、撮像素子６からの電気信号を信号処理回路基板４へ出力
するための接続端子７ａが配線導体に接続されて配設されている。
【００４０】
　信号処理回路基板４は、撮像素子基板２側の主面（一方の主面）４ａに、撮像素子基板
２と電気信号の入出力を行なう中継接続端子７ｂが設置されている。信号処理回路基板４
の一方の主面４ａまたは他方の主面４ｂに、電気信号を処理するための信号処理用電子部
品である、いわゆるデジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ：Digital Signal Processor）
８が搭載されている。また、撮像素子６およびＤＳＰ８を駆動させるための電源用ＩＣ９
ならびに各種電子部品も搭載されている。
【００４１】
　信号処理回路基板４の他方の主面４ｂには、外部のＥＣＵ（不図示）と電気信号の送受
を行なうための外部接続端子５が配置されている。外部接続端子５は、アルミニウム，銅
，鉄等の金属またはそれらの１種以上を含む合金から成る。外部接続端子５の表面には金
，ニッケル等から成る金属メッキ層が形成されており、金属メッキ層が存在することによ
って、外部接続端子５を信号処理回路基板４の配線導体または電極パッドとハンダを介し
て接合する際に、容易に強固に接合することができる。
【００４２】
　レンズ保持部材３は、下端部に撮像素子基板２の第１の主面２ａに接着される大径部３
ａを有し、大径部３ａの内側に撮像素子６のパッケージを収納する。また、筒状のレンズ
保持部材３は、内側の空洞部３ｂにレンズユニット１を収容し固定する。なお、本例にお
いて、レンズ保持部材３は、レンズユニット１を保持するレンズユニット保持部材でもあ
る。
【００４３】
　レンズユニット１は、撮像素子６に被写体からの光を集光する機能を有し、例えば図３
に示すように、被写体からの光を広角度で集光するために被写体側に凸形状の第１のレン
ズ１ａと、第１のレンズ１ａを通過した光を平行光に近づけるための第２のレンズ１ｂと
、第３のレンズ１ｃとからなるレンズ群として構成される。レンズユニット１が上述の３
枚のレンズ１ａ～１ｃからなる場合は、例えば、被写体側から撮像素子６に向かって、第
１のレンズ１ａ、第２のレンズ１ｂおよび第３のレンズ１ｃの光軸が重なるように、鏡筒
１ｄの内側に配設されている。
【００４４】
　なお、本例の撮像装置モジュールＭにおけるレンズユニット１は、押え治具としての環
状の固定具（リテーナ）１ｅによって、第１～第３のレンズ１ａ～１ｃが鏡筒１ｄの内側
に固定されている。第３のレンズ１ｃは、下面の外周部が鏡筒１ｄの内壁に設けられた段
差に係止され、上面の外周部が環状のスペーサ１ｇによって押し付けられて、固定される
。第２のレンズ１ｂは、下面の外周部が環状のスペーサ１ｇによって係止され、上面の外
周部が第１のレンズ１ａによって押し付けられて、固定される。第１のレンズ１ａは、下
面の外周部が第２のレンズ１ｂの上面の外周部に当接し、上面の外周部が固定具１ｅによ
って押し付けられて、固定される。
【００４５】
　さらに、鏡筒１ｄと第１のレンズ１ａとの間には、防水のために、ニトリルゴム，シリ
コーンゴムなどから成る防水パッキン、シールリングまたはＯリングとしての環状封止部
材１ｆを配置するとよい。これにより、撮像装置モジュールＭ内への水分の浸入を防ぐこ
とができる。
【００４６】
　また、図４に示すように、レンズ保持部材３の大径部３ａの端面３ｃにはＮｉ，Ａｕな
どから成る金属メッキ層が形成されており、この大径部３ａの端面３ｃは、撮像素子基板



(8) JP 2010-50771 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

２の撮像素子６のパッケージの実装位置の周囲に形成された接合パッド２ｃと、ハンダを
介して強固に接合されている。
【００４７】
　レンズユニット１のレンズ保持部材３への固定は、図５に示すように、レンズ保持部材
３の上端面の内周部と、レンズユニット１の鏡筒１ｄの側周面におけるレンズ保持部材３
の上端面の内周部に接する部位とを、レーザ光により照射し、瞬間的に溶融固定するいわ
ゆるレーザ溶接を行なうことによって、容易に接合することができる。
【００４８】
　固定具１ｅおよびレンズ保持部材３は、例えば以下の方法により作製される。
レンズ保持部材３は、その形状に合わせて設けられているキャビティを有する射出成形用
の金型を準備して、この金型のキャビティ内にレンズ保持部材３を形成するための原料を
流し込んで、固化させて成形することにより、所定の形状に形成する。この成形には、従
来周知の射出成形法を用いることができる。また、固定具１ｅも同様にして成形すること
により作製することができる。
【００４９】
　固定具１ｅおよびレンズ保持部材３の材料としては、例えばアルミニウム、あるいはア
ルミニウムと鉄との合金等を用いることにより、軽量化が図られている。なお、固定具１
ｅおよびレンズ保持部材３の熱膨張および熱収縮を合わせて両者の間での熱応力の発生を
抑えるために、両者を同じ材料で作製することが好ましい。
【００５０】
　また、撮像装置モジュールＭの内部構造体はエポキシ樹脂等から成るモールド樹脂10に
よって包囲されており、モールド樹脂10はトランスファーモールド法によって形成される
。モールド樹脂10は、固定具１ｃおよび外部接続端子５の長手方向の中間から先端までの
部分がトランスファーモールド金型から突出するようにして、金型内に撮像装置モジュー
ルＭの内部構造体を配置して成形される。なお、外部接続端子５の先端部は、外部コネク
タ（不図示）との接続に見合ったコネクタ形状になるように、予め金型によって成形され
てあるとなおよい。
【００５１】
　また、撮像素子基板２の表面および信号処理回路基板４の表面に、防湿層（不図示）を
形成することによって、モールド樹脂10を浸透してきた水分が撮像素子６、信号処理回路
基板４の配線導体および各種電子部品に至ることを防ぐことができる。その結果、水分に
よるエレクトロマイグレーションを防ぐことができ、長年にわたり安定した撮像特性を維
持することができる。
【００５２】
　また、本例の撮像装置モジュールＭは、好ましくは、信号処理回路基板４は、他方の主
面４ｂに、その他方の主面４ｂに直交する方向に沿って延びるとともに一端部がモールド
樹脂10から外部に露出した外部接続端子５が設けられている。この場合には、信号処理回
路基板４へ入出力される電気信号を外部接続端子５によって、信号処理回路基板４の他方
の主面４ｂに直交する方向に沿って引き出すため、外部接続端子５に信号処理回路で発生
したノイズが重畳することを抑制することができる。従って、ノイズ特性（Ｓ／Ｎ比）に
優れた撮像装置モジュールＭが得られる。
【００５３】
　図２に示すように、外部接続端子５が２本以上設けられている場合は、それらは平行で
あることがよい。これは、部分的に非平行な部位があると、その部分にノイズが重畳し易
いためであり、平行であることによってノイズの重畳をより抑制することができる。
【００５４】
　また、外部接続端子５が２本設けられている場合は、それらにより伝送される高周波信
号の位相が互いに逆位相になっていることがよい。これにより、２本の外部接続端子５に
おいてそれぞれ伝送される高周波信号のノイズがキャンセルされるため、ノイズをより低
減できる。
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【００５５】
　また、本例の撮像装置モジュールＭは、好ましくは、図１に示すように、モールド樹脂
10は、表面に外部装置に取り付けるための取付部が形成された張出部（ブラケット部）12
を有する。この場合には、撮像装置モジュールＭを別体のブラケットに取り付けてさらに
ブラケットを車両等に取り付けることが不要となり、取り付けによる位置ずれを小さくす
ることができる。その結果、適正な撮像エリアを撮像できるようになり、撮像エリアの精
度が高い撮像装置モジュールＭとなる。
【００５６】
　なお、図１において、ブラケット部12には、車両等に取り付けるための取り付け孔（貫
通孔）12ａ，12ｂが形成されている。取り付け孔12ａ，12ｂは、モールド樹脂10を成形し
てブラケット部12を形成する際に、モールド樹脂10と一体に成形してブラケット部12内に
設けることができる。
【００５７】
　また、本例の撮像装置モジュールＭは、好ましくは、レンズ保持部材３は、アルミニウ
ムまたは鉄を主成分とする金属材料から成るとともに表面の一部にニッケル，金または錫
から成るメッキ層が形成されており、撮像素子基板２の第１の主面２ａにハンダを介して
固定されている。この場合には、信号処理回路基板４で発生した熱をモールド樹脂10に伝
達させ、この熱を金属材料から成るレンズ保持部材３に樹脂を介して伝達させることが容
易となり、レンズ保持部材３の露出部から外部に放熱することができる。従って、放熱特
性に優れた撮像装置モジュールＭを得ることができる。
【実施例】
【００５８】
　以下のような本実施例の撮像装置モジュールＭを作製した。
まず、縦20ｍｍ×横20ｍｍ×厚み0.8ｍｍのガラスエポキシプリント基板から成る撮像素
子基板２を20枚集合させた集合基板を作製し、集合基板の各撮像素子基板２の第２の主面
２ｂに形成された電極パッドにＳｎ－Ａｇ－Ｃｕハンダを印刷塗布した。
【００５９】
　次に、上記と同じガラスエポキシプリント基板からなる信号処理回路基板４の中継接続
端子７ｂに接続される接続端子７ａを、電子部品実装装置（マウンタ）によって撮像素子
基板２の所定の電極パッドに配置し、リフロー炉によってＳｎ－Ａｇ－Ｃｕハンダを溶融
させ固着した。
【００６０】
　次に、撮像素子基板２の第１の主面２ａに形成された電極パッドと接合されるレンズ保
持部材３の接合パッド２ｃに、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕハンダを印刷塗布し、ダイキャストされ
たアルミニウムからなるレンズ保持部材３を、撮像素子６としてのＣＭＯＳイメージセン
サが実装封止されたパッケージを内側に収容するように、マウンタによって配置した。こ
のとき、ＣＭＯＳイメージセンサの中心に、レンズ保持部材３の内側の空洞部３ｂの中心
が合致するように配置し、リフロー炉を通してＳｎ－Ａｇ－Ｃｕハンダを溶融させ固着し
た。
【００６１】
　また、信号処理回路基板４について、マウントプロセスおよびリフロープロセスにより
、一方の主面４ａに、信号処理用の電子部品（ＤＳＰ）８の周辺回路を構成する、チップ
抵抗，チップコンデンサおよびチップコイルなどの回路部品13を実装し、さらに接続端子
７ａとの電気的接続を行なう中継接続端子７ｂを設けた。信号処理回路基板４の他方の主
面４ｂに、同様にマウントプロセスおよびリフロープロセスにより、信号処理用の電子部
品（ＤＳＰ８）と、ＤＳＰ８およびＣＭＯＳイメージセンサを駆動するための電源用ＩＣ
９と、その周辺回路を構成する各種回路部品とを実装した。信号処理回路基板４について
も、それらを20枚集合させた集合基板を作製した。
【００６２】
　上記の２種の集合基板をそれぞれルータカッターにより個片化し、撮像素子基板２およ
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び信号処理回路基板４を作製した。
【００６３】
　次に、レンズ３枚を有する、水平画角が135度で垂直画角が105度のレンズユニット１を
、撮像素子基板２の第１の主面２ａに設置されたレンズ保持部材３の空洞部３ｂに挿入し
、光学調整装置内に設置された画像調整ユニットに撮像素子基板２を電気接続して配置し
た。この状態で、レンズユニット１の被写体側に設置された光学調整用チャートを撮像し
ながらレンズユニット１と撮像素子基板２との間隔を調整することによってピント調整し
て所望の位置にとどめ、図５に示すように、レンズ保持部材３の上端面の内周部と鏡筒１
ｄの側周面との接触部をレーザ溶接し、瞬時に固着させた。
【００６４】
　また、信号処理回路基板４の他方の主面４ｂの電極パッドに、ＳＵＳ（ステンレススチ
ール）304から成る本体部の表面に、Ｎｉメッキ層およびＡｕメッキ層を順次形成した外
部接続端子５をＳｎ－Ａｇ－Ｃｕハンダで接合した。
【００６５】
　次に、レンズユニット１が装着された撮像素子基板２と信号処理回路基板４とを、接続
端子７ａと中継接続端子７ｂとを電気的および機械的に接続し、モールド樹脂10の成型機
の金型のキャビティ内に設置した。金型は、上金型と下金型とから成り、それぞれモール
ド樹脂10の外形形状を成すキャビティを有するものを用いた。また、モールド樹脂10は、
車両に取り付けるためのブラケット部12を有するものとした。
【００６６】
　また、金型には樹脂を注入するための注入孔が形成されており、上金型と下金型とを嵌
め合わせる際にキャビティからの樹脂の流出を防ぐために、レンズユニット１の鏡筒１ｄ
の上端部に突部11ａを設けるとともに、外部接続端子５の途中の部位に突部11ｂを設けた
。突部11ａ，11ｂは、上金型と下金型とを嵌め合わせる際にその圧力によって潰れるよう
な形状および寸法とした。
【００６７】
　モールド樹脂10の樹脂は、エポキシ樹脂を主原料とし、ガラスフィラーを30質量％添加
した、高耐久性かつ低吸水性のものを用いた。モールド樹脂10の成型は、上記の上金型と
下金型とを用いたトランスファーモールド法によって行なった。
【００６８】
　作製した本実施例の撮像装置モジュールＭは、レンズ部の平面視における大きさが縦24
ｍｍ×横24ｍｍ（四角形状）であり、車両への取付部であるブラケット部12を含めると、
平面視で縦30ｍｍ×横60ｍｍの大きさであり、高さが24ｍｍであった。
【００６９】
　一方、比較例の撮像装置モジュールとして、撮像素子と信号処理回路用の電子部品とを
実装した回路基板を用い、その一方の主面にレンズ保持部材およびレンズユニットを設け
た構造体をケースに収容したものを作製した。このケースには、撮像素子と外部の電気装
置との間で電気信号を入出力する外部ケーブルが接続される配線ケーブルを有している。
配線ケーブルは、回路基板を収納する空間の内部から外部へ通じており、回路基板に搭載
されたコネクタに電気的に接続されている。配線ケーブルとしては、銅線を樹脂チューブ
で被覆した被覆線の束からなり、どの方向に対しても変形（湾曲）可能なフレキシブルな
ものを用いた。
【００７０】
　本実施例の撮像装置モジュールＭは、外部接続端子５におけるノイズ特性である電磁波
ノイズレベルが126デシベルであった。これに対して、比較例の撮像装置モジュールは、
電磁波ノイズレベルが120デシベルであった。従って、本実施例の撮像装置モジュールＭ
は、比較例の撮像装置モジュールと比べて、画像のちらつきおよび乱れの少ない高精度な
画像を得ることができた。
【００７１】
　また、本実施例の撮像装置モジュールＭは、そのブラケット部12によって自動車に直接



(11) JP 2010-50771 A 2010.3.4

10

20

30

40

取り付けることができた。一方、比較例の撮像装置モジュールは、別体のブラケットに取
り付け、さらにそのブラケットを自動車に取り付けた。これらの撮像装置モジュールの取
り付けの位置精度の評価を行なったところ、本実施例の撮像装置モジュールＭの取り付け
の位置ずれは所定の位置に対して角度で±１度程度であり、問題のない精度であり、適正
な撮像エリアを得ることができた。これに対して、比較例の撮像装置モジュールの取り付
けの位置ずれは所定の位置に対して角度で±３度程度であり、適正な撮像エリアからのず
れが大きく、適正な撮像エリアを得ることが困難であった。
【００７２】
　なお、本発明は、上記の実施の形態の例および実施例に限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の変更を加えても何等差し支えない。例えば、電磁遮
蔽板（シールド板）によって信号処理回路基板４の全体を包囲すると、信号処理回路基板
４で発生する電磁輻射によるノイズを遮断することができ、好適である。また、電源用Ｉ
Ｃ９のパッケージの表面に伝熱フィンを設けるとともに、その一部をモールド樹脂10から
突出させることによって、放熱特性を向上させることができ、好適である。また、本実施
例では、レンズユニット１が３枚のレンズを有する場合を例にして説明したが、目的の撮
像エリアに見合ったレンズの枚数と光学設計としてもよいことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ本発明の撮像装置モジュールの実施の形態の一
例を示す平面図および下面図である。
【図２】図１に示す撮像装置モジュールのＡ－Ａ’線における縦断面図である。
【図３】図１に示す撮像装置モジュールに用いられるレンズユニットの縦断面図である。
【図４】図１に示す撮像装置モジュールにおける撮像素子基板とレンズ保持部材を接合す
る工程を示す分解斜視図である。
【図５】図１に示す撮像装置モジュールにおけるレンズ保持部材とレンズユニットとを接
合する工程を示す縦断面図である。
【符号の説明】
【００７４】
１：レンズユニット
１ａ、１ｂ、１ｃ：レンズ
２：撮像素子基板
２ａ：第１の主面
２ｂ：第２の主面
３：レンズ保持部材
４：信号処理回路基板
５：外部接続端子
６：撮像素子
７ａ：接続端子
７ｂ：中継接続端子
８：信号処理用の電子部品
９：電源用ＩＣ
10：モールド樹脂
12：張出部（ブラケット部）
Ｍ：撮像装置モジュール
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